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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成31年2月14日(2019.2.14)

【公開番号】特開2018-160583(P2018-160583A)
【公開日】平成30年10月11日(2018.10.11)
【年通号数】公開・登録公報2018-039
【出願番号】特願2017-57479(P2017-57479)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  23/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   23/00     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   23/02     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月27日(2018.12.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体パッケージを吸着するための吸着機構と、
　前記半導体パッケージを配置するための樹脂シートと、
　前記樹脂シートを支持するための支持基台と、
　前記支持基台の開口を撮像するための第１の撮像部と、を備え、
　前記第１の撮像部は、赤外光源と、赤外線撮像素子と、前記赤外光源から前記樹脂シー
トを通して前記支持基台に入射する入射光と前記入射光が前記支持基台で反射する反射光
とを同軸とするための光学部材と、を備え、
　前記吸着機構に吸着された前記半導体パッケージの撮像データと、前記赤外線撮像素子
により撮像される前記開口の撮像データとに基づいて、前記開口に対する前記半導体パッ
ケージの位置合わせを行って、前記半導体パッケージを前記樹脂シート上に配置する、半
導体パッケージ配置装置。
【請求項２】
　前記吸着機構に吸着された前記半導体パッケージを撮像するための第２の撮像部をさら
に備え、
　前記吸着機構は、前記半導体パッケージの吸着位置の上方と前記樹脂シートの上方との
間を一軸方向に移動可能であり、
　前記吸着機構の移動の間に前記第２の撮像部は前記吸着機構に吸着された前記半導体パ
ッケージを下方から撮像する、請求項１に記載の半導体パッケージ配置装置。
【請求項３】
　前記支持基台は前記開口を複数備え、
　前記開口の複数が前記一軸方向に整列するように前記樹脂シートおよび前記支持基台を
回転させるための回転機構をさらに備えた、請求項２に記載の半導体パッケージ配置装置
。
【請求項４】
　前記樹脂シートおよび前記支持基台を前記一軸方向と直交する第２の一軸方向に移動さ
せることが可能な搬送機構をさらに備えた、請求項２または請求項３に記載の半導体パッ
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ケージ配置装置。
【請求項５】
　前記半導体パッケージを作製するために半導体パッケージ基板を切断するための半導体
パッケージ基板切断装置と、
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の半導体パッケージ配置装置と、を備えた、
製造装置。
【請求項６】
　半導体パッケージを吸着機構により吸着する工程と、
　前記吸着機構に吸着された前記半導体パッケージの撮像データを取得する工程と、
　前記吸着機構に吸着された前記半導体パッケージを配置するための樹脂シートを支持す
る支持基台の開口の撮像データを取得する工程と、
　前記半導体パッケージの撮像データと、前記開口の撮像データとに基づいて、前記開口
に対する前記半導体パッケージの位置合わせを行う工程と、
　前記半導体パッケージを前記樹脂シート上に配置する工程と、を含み、
　前記開口の撮像データを取得する工程は、赤外光源から前記樹脂シートを通して前記支
持基台に入射光を入射させ、前記入射光が前記支持基台で反射した反射光を赤外線撮像素
子を含む第１の撮像部で撮像する工程を含み、前記入射光と前記反射光とは同軸とされる
、半導体パッケージの配置方法。
【請求項７】
　前記吸着機構を前記半導体パッケージの吸着位置の上方から前記樹脂シートの上方まで
を一軸方向に移動させる工程をさらに含み、
　前記半導体パッケージの撮像データを取得する工程は、第２の撮像部を用いて前記半導
体パッケージの撮像データを取得する工程を含み、
　前記開口の撮像データを取得する工程は、前記吸着機構に取り付けられた前記第１の撮
像部の前記赤外線撮像素子を用いて前記開口の撮像データを取得する工程を含み、
　前記移動させる工程の間に、前記第２の撮像部を用いて前記半導体パッケージの撮像デ
ータを取得する工程を行う、請求項６に記載の半導体パッケージの配置方法。
【請求項８】
　前記支持基台は前記開口を複数備え、
　前記開口の複数が前記一軸方向に整列するように前記樹脂シートおよび前記支持基台を
回転させる工程をさらに含む、請求項７に記載の半導体パッケージの配置方法。
【請求項９】
　前記樹脂シートおよび前記支持基台を前記一軸方向と直交する第２の一軸方向に移動さ
せる工程をさらに含む、請求項７または請求項８に記載の半導体パッケージの配置方法。
【請求項１０】
　半導体パッケージを作製するために半導体パッケージ基板を切断するための半導体パッ
ケージ基板を切断する工程と、
　請求項６～請求項９のいずれか１項に記載の半導体パッケージの配置方法により前記半
導体パッケージを前記樹脂シート上に配置する工程と、
　前記樹脂シート上に配置された前記半導体パッケージに導電性膜を形成する工程と、を
含む、電子部品の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　１　電子部品の製造装置、２　制御部、３　基板供給部、４　半導体パッケージ基板、
５　移動機構、６　回転機構、７　切断テーブル、８　切断機構、９　回転刃、１０　半
導体パッケージ、１０ａ　周縁、１１　検査機構、１２　検査テーブル、１３　ボール電
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極、１４　吸着機構、１５　保管テーブル、１６　配置テーブル、１７　整列機構、１８
　樹脂シート、１９　配置部材供給部、２０　支持基台、２１　破線、２２　配置部材、
２３　真空ポンプ、２４　電子部品、２５　導電性膜、２７　第１の撮像部、２８　第２
の撮像部、３２，３３　開口、５１　赤外線撮像素子、５２　赤外光源、５３　ビームス
プリッタ、５４ａ，５４ｂ　赤外光、５５　反射光、Ａ　基板供給装置、Ｂ　基板切断装
置、Ｃ　配置装置。
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